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+ Fibre de verre FR4 époxyde 1,50 mm
« Double face 35 ym Cu

« Métallisation des trous (PTH)

«+ Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrét de soudure

« Platine d'adaptation pour 14 chips CMS TSOP | et 7 chips CMS TSOP Il différents

Papier de Données
RE900

Roth Elektronik GmbH

www.roth-elektronik.com

« Pitch 0,40 mm (15.7 mil); 0,50 mm (19.7 mil); 0,65 mm (26.5 mil); 0,80 mm (30 mil); 1,27 mm (50 mil)
« Perforation 1,00 mm @
« Points destines a la rupture pour séparer des modules de la platine
+ Lesdonnées Data Gerber d'apprét pour |'établissement de |'application de pate a braser seront mis a la disposition

gratuitement

« Dimensions: 72,60 x 76,20 mm

Module-No. Type

RE900-01
RE900-02
RE900-03
RE900-04
RE900-05
RE900-06

Roth Elektronik GmbH
Auf der Struth 1
61279 Gravenwiesbach

TSOP |
TSOP |
TSOP |
TSOP |
TSOP I
TSOP I

E-Mail: info@roth-elektronik.com

Pitch

0,400 mm
0,500 mm
0,500 mm
0,650 mm
0,800 mm
1,270 mm

Pin

28,40, 48, 60
28,32, 40,48
20,24

16,24, 28, 36
40, 44

20,24, 26,28, 32

Dimensions (mm)
12,00 x 18,00
12,00 x 20,00

6,00 x 16,00

12,00 x 14,00
11,50 x 18,80
11,50 x 21,30
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